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(57) Abstract:

(EN): Theinvention relates to amethod for encapsulating at least one carrier substrate (10), in particular a carrier substrate (10)
populated with at least one electronic element (5), said method comprising: - positioning the at least one carrier substrate (10)
between afirst tool half (11) and a second tool half (12); - forming a cavity (7) by means of the first tool half (11) and the second
tool half (12), the cavity (7) at least partially surrounding the at least one carrier substrate (10); - inserting at least one stamp
element (13), which is mounted displaceably in particular in the first tool half (11) and/or in the second tool half (12), into the
cavity (7); - in each case partialy filling the reduced cavity (7) around the inserted part of the at least one stamp element (13) by
means of amateria for forming an encapsulation (8) of the at |east one carrier substrate (10), wherein, before the filling, at least
one intermediate element (2, 22, 32) is arranged in the cavity (7), and the at least one stamp element (13) is brought into contact
with the at least one intermediate element (2, 22, 32).

(FR): Procédé pour encapsuler au moins un substrat de support (10), en particulier un substrat de support (10) équipé d'au moins
un éément électronique (5), consistant a: positionner ledit au moins un substrat de support (10) entre un premier demi-moule (11)
et un deuxieme demi-moule (12) ; former une cavité (7) fermée au moyen du premier demi-moule (11) et du deuxiéme demi-moule
(12), la cavité (7) entourant au moins partiellement ledit au moins un substrat de support (10) ; introduire dans la cavité (7) au
moins un élément poingon (13) qui, en particulier, est monté coulissant dans e premier demi-moule (11) et/ou le deuxieme demi-
moule (12) ; remplir en tout cas partiellement la cavité (7), réduite de la partie introduite dudit au moins un élément poingon (13),
au moyen d'un matériau servant a former une encapsulation (8) dudit au moins un substrat de support (10), au moins un éément



intermédiaire (2, 22, 32) étant disposé, avant le remplissage, dans la cavité (7) et ledit au moins éément poingon (13) étant placé en
contact avec ledit au moins un élément intermédiaire (2, 22, 32).

(DE): Verfahren zum Verkapseln mindestens eines Tragersubstrats (10), in besondere eines mit mindestens einem
Elektronikelement (5) bestiickten Trégersubstrats (10), umfassend - Positionieren des mindestens einen Tragersubstrats (10)
zwischen einer ersten Werkzeughélfte (11) und einer zweiten Werkzeughd fte (12), - Ausbilden eines Hohlraums (7) mittels der
ersten Werkzeughélfte (11) und der zweiten Werkzeughélfte (12), wobei der Hohlraum (7) das mindestens eine Trégersubstrat (10)
zumindest teilweise umgibt, - Einbringen mindestens eines Stempelelements (13), das insbesondere in der ersten Werkzeughélfte
(11) und/oder zweiten Werkzeughélfte (12) verlagerbar gelagert ist, in den Hohlraum (7), - jedenfalls teilweises Verfillen

des um den eingebrachten Teil des mindestens einen Stempel elements (13) reduzierten Hohlraums (7) mittels eines Materials

zur Ausbildung einer Verkapselung (8) des mindestens einen Tragersubstrats (10), wobei vor dem Verfiillen mindestens ein
Zwischenelement (2, 22, 32) im Hohlraum (7) angeordnet und das mindestens eine Stempelelement (13) in Anlage mit dem
mindestens ein Zwischenelement (2, 22, 32) gebracht wird.
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